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KONSTRUKTION AV SYSTEM PA KISEL ETI200
System-on-Chip Design

Antal hogskolepoang: 4,5. Betygskala: UG. Niva: A (Avancerad
nivd). Undervisningssprak: Kursen ges pa engelska.
Obligatorisk for: MSOCI1. Valfri for: D3, E3dps, F3, F3nfe.
Kursansvarig: Professor Jiren Yuan, Jiren.Yuan@eit.lth.se,
Elektrovetenskap. Forkunskapskrav: EIT020 Digitalteknik,
ESS020 Analog elektronik och ESS030 Komponentfysik.
Prestationsbedémning: Narvaro pa minst 8 férelasningar,
godkanda laborationer och godkand skriftlig rapport ger betyget
Godkand. Hemsida: http://www.tde.lth.se/home/jry/Yuan-Course-
1.htm.

Syfte

Kursen tar upp fragestéallningar, analyserar och ger vagledning for
konstruktion i samband med implementeringen av Sysetm pa Chip
(SoC) dvs implementering av analoga, mixed-signal och digitala
kretsar pa ett substrat. Detta ar ett extremt viktigt omrade inom
SoC som fortfarande utvecklas. Det kommer att vara mycket svart
att konstruera en integrerad krets som blandar analoga och
digitala l6sningar pa ett chips utan kdannedom om det som kursen
formedlar.

o

Mal

Kunskap och forstadelse
For godkand kurs skall studenten

» kunna beskriva mekanismer som genererar digitalt
omslagsbrus pa ett CMOS-chips

» kunna beskriva olika kopplingsvagar for bruskoppling i en
SoC-miljo

« kunna beskriva hur substratbruset propagerar och modeller
for detta

» kunna beskriva grundlaggande tekniker for att reducera
substratbrus

 kunna beskriva metoder for for lagt omslagsbrus vid digital
kretskonstruktion

Fardighet och formaga
For godkand kurs skall studenten


http://www.tde.lth.se/home/jry/Yuan-Course-1.htm
http://www.tde.lth.se/home/jry/Yuan-Course-1.htm

« kunna i grupp om tva anvanda erhallen kunskap for att
analysera bruskoppling och kunna foresla
avkopplingsmetoder i en praktiskt SoC-miljo med hjalp av
simuleringsverktyg i en CAD-miljo

Varderingsformaga och forhallningssatt
For godkand kurs skall studenten

« kunna muntligen redogora for resultat erhallna pa laboration
» kunna bidra med tillrackligt grundlaggande information och
kunskap sa att en kompetent person kan dokumentera idé,

problem och losningar.

e kunna sovra i ett omfattande material som bocker och
manualer och extrahera det viktigaste.

Innehall
e Trender inom IC-teknologi, chips och kapsling.
 Bruskoppling i system pa kisel.
» Substratbrus, karakteristik och utbredning.
» Modellering av substratkoppling.
» Strategi for substratbiasering.
» Alternativa metoder for att reducera substratbrus.
o Metoder for att experimentellt betrakta substratbrus.
» Effekter uppkomna av omslagsbrus.
« Teknik for lagt omslagsbrus i digitala konstruktioner.
» Alternativa metoder for att reducera omslagsbrus.
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